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1. はじめに

　近年，電子機器の小型化，高密度化は目覚しいものがあ
る。それにともない，プリント配線板の高電力密度化が進
み，加えて自動車分野では ECU（Electronic Control Unit：
車載機器を制御する電子装置）の高温環境下での使用が増
加したこともあり，使用される電子部品の温度管理方法を
より厳密なものとしなければ性能を保証できなくなってき
つつある。
　高温環境に強いと言われている抵抗器も例外ではない。
特に表面実装用固定抵抗器については，JEITA（Japan 
Electronics and Information Technology Industries Association：
電子情報技術産業協会）より，昨年 10月に高温環境・高電
力密度実装に対応するための指針である技術レポートRCR-
21141)が発行されている。本稿では，表面実装用固定抵抗
器の新しい温度管理方法と，その先にある，現在の実装形
態，つまり，プリント配線板を各素子共通の放熱板，均熱
板として利用する設計方法に移行していくために必要なイ
ンフラの整備について提案を行う。
　なお，JIETA技術レポート RCR-2114の内容は，2012年よ
り IEC（International Electrotechnical Commission：国際電気
標準会議）のTC40/WG41（Technical Committee 40 / Working 
Group 41：抵抗器に関する IEC規格のメンテナンスを行う
チーム）に提案されており，現在も審議が進められている。

2. 抵抗器の負荷軽減曲線

2.1	 抵抗器の印加可能電力と温度環境の関係

　抵抗器は電気エネルギを熱に変換する素子と言ってもよ
い。当然，動作すれば発熱し，抵抗器の温度は上昇するた
め，印加可能な電力は，その抵抗器が使用される温度環境
により制限を受ける。この関係は図 1に示す負荷軽減曲線
と呼ばれるグラフにより仕様化されている。横軸に抵抗器
の周囲温度をとり，縦軸に印加可能な電力を，定格電力の
百分率でとった抵抗器の使用限界線である。
　図 1の例で 1Fや 2Aなどの記号はサイズを示しているが，

1F以外のサイズでは，周囲温度が 100°Cの場合には，その
抵抗器に印加できる最大電力は定格電力の 65%程度に制限
されることを示している。
　RCR-2114の骨子は，表面実装用固定抵抗器については，
この負荷軽減曲線の横軸を図 2に示すように，端子部（フィ
レット）の温度に変更する提案である。
2.2	 横軸が周囲温度の負荷軽減曲線が誕生した背景

　時代は半世紀以上，真空管時代全盛期にさかのぼる。図
3に当時のラジオのイメージを示す。裏面のカバーを外す
と筐体下部にシャーシと呼ばれる金属の箱があり，その上
部に真空管やトランス，ブロックコンデンサなどの大型部
品がねじにより固定されていた。シャーシ裏面には，抵抗
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図 1.　現在の表面実装用固定抵抗器の負荷軽減曲線

図 2.　表面実装用固定抵抗器の新しい負荷軽減曲線


